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Abstract (en)
[origin: US4848441A] The invention relates to a method for adjusting the level of the line of contact between the mold and the free surface of the
metal in the vertical continuous casting of products of any cross-section in an ingot-mold, which includes the step of applying to the solidifying metal,
by means of an electric circuit surrounding the mold, a periodic magnetic field of variable intensity having a direction substantially parallel to the axis
of the mold. According to the invention, the magnetic field applied to the mold is varied over a portion of the periphery of the metal. This can be done
by modifying the distance between electric circuit creating the magnetic field and the mold, by changing the vertical positioning of the circuit, or by
varying the shape of the profile of the circuit.

Abstract (fr)
L'invention est relative à un procédé de réglage du niveau de la ligne de contact de la surface libre du métal avec la lingotière dans une coulée
verticale continue de produits de section quelconque dans lequel on applique au métal liquide en cours de solidification, au moyen d'un circuit
électrique (2), entourant la lingotière (1), un champ magnétique d'intensité variable et de direction sensiblement parallèle à l'axe de la lingotière et
on adapte le champ en fonction du niveau souhaité. Elle est caractérisée en ce que l'on module le champ appliqué sur au moins une fraction de la
périphérie du métal soit en modifiant la distance circuit-lingotière, soit en changeant la position en hauteur du circuit, soit en faisant varier la forme
du profil du circuit. L'invention concerne également le circuit modulable permettant d'appliquer l'invention. Ce procédé permet de réduire l'épaisseur
de la couche corticale, d'affiner le grain et de régulariser la peau des produits coulés.
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